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(57)【要約】
【課題】容易に製造することができるとともに、長寿命
化を図ることができ、複数並べたときに互いに隣り合う
基板間の距離を小さくすることができるＬＥＤ基板装置
、及びその製造方法を得る。
【解決手段】ＬＥＤ基板装置１は、表面７ａ、裏面７ｂ
及び側面７ｃを持つ基板７と、基板７の表面７ａに設け
られた複数のＬＥＤ素子８と、基板７の裏面７ｂを避け
て、各ＬＥＤ素子８の少なくとも一部と基板７の表面７
ａ及び側面７ｃとをまとめてコーティングするコーティ
ング材３と、基板７に対して着脱可能で、基板７の裏面
７ｂとの間に空間を介して基板７の裏面７ｂを覆う防水
カバー４と、防水カバー４の外周部と基板７の裏面７ｂ
との間をシールするシール材５とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面、裏面及び側面を持つ基板、
　上記基板の上記表面に設けられた複数のＬＥＤ素子、
　上記基板の上記裏面を避けて、各上記ＬＥＤ素子の少なくとも一部と上記基板の上記表
面及び上記側面とをまとめてコーティングするコーティング材、
　上記基板に対して着脱可能で、上記基板の上記裏面との間に空間を介して上記基板の上
記裏面を覆う防水カバー、及び
　上記防水カバーの外周部と上記基板の上記裏面との間をシールするシール材
　を備えていることを特徴とするＬＥＤ基板装置。
【請求項２】
　上記基板の上記裏面からは、突出部材が突出しており、
　上記防水カバーは、上記突出部材に取り付けられた状態で、上記基板に対して保持され
ていることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ基板装置。
【請求項３】
　上記コーティング材は、各上記ＬＥＤ素子のリード線をコーティングする第１のコーテ
ィング材と、上記第１のコーティング材に密着し、上記第１のコーティング材と異なる第
２のコーティング材とを有していることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のＬＥ
Ｄ基板装置。
【請求項４】
　表面、裏面及び側面を持ち上記表面に複数のＬＥＤ素子が設けられた基板の上記側面に
沿って上記基板に離型フィルムを巻くフィルム巻き工程、
　上記基板の上記裏面の外周部と上記離型フィルムとの間の隙間を目止め材で塞ぐ目止め
工程、
　上記基板の上記側面と上記離型フィルムとの間の隙間に流入可能な粘度を持つコーティ
ング材を上記基板の上記表面側から供給し、各上記ＬＥＤ素子の少なくとも一部と上記基
板の上記表面及び上記側面とを上記コーティング材でまとめてコーティングするコーティ
ング工程、及び
　上記コーティング材が硬化した後に、上記離型フィルムを上記基板から外す除去工程
　を備えていることを特徴とするＬＥＤ基板装置の製造方法。
【請求項５】
　上記コーティング材が硬化する前に、上記基板の上記裏面から突出する複数の突出部材
に補強部材を固定することにより上記基板を補強する補強工程
　をさらに備えていることを特徴とする請求項４に記載のＬＥＤ基板装置の製造方法。
【請求項６】
　上記コーティング工程の後、各上記ＬＥＤ素子及び上記基板の上記表面をまとめて覆う
ルーバーを上記基板に対して取り付けるルーバー取付工程
　をさらに備えていることを特徴とする請求項４又は請求項５に記載のＬＥＤ基板装置の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数のＬＥＤ素子が設けられた基板を有するＬＥＤ基板装置、及びその製
造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、基板と、基板の表面に実装された複数のＬＥＤと、基板の裏面に実装された制御
回路とを有する表示パネルの防水性を確保するために、各ＬＥＤの上部を露出させた状態
で表示パネルの全体を樹脂層によりコーティングしたディスプレイ装置が提案されている
。基板の裏面には、外部への接続ケーブルが樹脂層を貫通して接続されている（例えば特
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許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来、複数のＬＥＤが実装された基板を金属筐体内に配置し、基板と遮光カバー
との間にポッティング材を充填することにより防水性を確保した表示装置も提案されてい
る（例えば特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１９８６３１号公報
【特許文献２】特開２００５－６２４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に示されたディスプレイ装置では、基板の表面や側面だけでなく、
基板の裏面も樹脂層によりコーティングされているので、接続ケーブルが動くことにより
樹脂層の割れが生じるおそれがあったり、基板の裏面に実装された制御回路に対するメン
テナンスが困難になったりする。従って、ディスプレイ装置の長寿命化を図ることができ
なくなってしまう。また、特許文献１に示された表示パネルの全体をコーティングする方
法として、例えば刷毛等で、基板の裏面に樹脂層を塗布した後、各ＬＥＤの上部を避けな
がら基板の表面に樹脂層を塗布し、最後に基板の側面に樹脂層を塗布する方法が考えられ
るが、このような方法では、コーティングの作業に手間がかかり、ディスプレイ装置の製
造の自動化を図ることができなくなってしまう。
【０００６】
　また、特許文献２に示された表示装置では、基板が金属筐体内に設けられているので、
複数の表示装置を並べて表示画面を構成する場合には、互いに隣り合う表示装置の基板同
士が金属筐体の肉厚分だけ離れて配置されることになり、各表示装置の表示部分間に隙間
が生じてしまう。従って、特許文献２に示された表示装置を高解像度の表示画面に適用す
ることができなくなってしまう。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、容易に製造する
ことができるとともに、長寿命化を図ることができ、複数並べたときに互いに隣り合う基
板間の距離を小さくすることができるＬＥＤ基板装置、及びその製造方法を得ることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係るＬＥＤ基板装置は、表面、裏面及び側面を持つ基板、基板の表面に設け
られた複数のＬＥＤ素子、基板の裏面を避けて、各ＬＥＤ素子の少なくとも一部と基板の
表面及び側面とをまとめてコーティングするコーティング材、基板に対して着脱可能で、
基板の裏面との間に空間を介して基板の裏面を覆う防水カバー、及び防水カバーの外周部
と基板の裏面との間をシールするシール材を備えている。
【０００９】
　また、この発明に係るＬＥＤ基板装置の製造方法は、表面、裏面及び側面を持ち表面に
複数のＬＥＤ素子が設けられた基板の側面に沿って基板に離型フィルムを巻くフィルム巻
き工程、基板の裏面の外周部と離型フィルムとの間の隙間を目止め材で塞ぐ目止め工程、
基板の側面と離型フィルムとの間の隙間に流入可能な粘度を持つコーティング材を基板の
表面側から供給し、各ＬＥＤ素子の少なくとも一部と基板の表面及び側面とをコーティン
グ材でまとめてコーティングするコーティング工程、及びコーティング材が硬化した後に
、離型フィルムを基板から外す除去工程を備えている。
【発明の効果】
【００１０】
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　この発明に係るＬＥＤ基板装置では、基板の裏面を避けて、各ＬＥＤ素子の少なくとも
一部、基板の表面及び側面がコーティング材によりまとめてコーティングされ、基板の裏
面を覆う防水カバーが基板に対して着脱可能になっており、防水カバーの外周部と基板の
裏面との間がシール材によりシールされているので、基板の裏面に設けられた付属部品が
動いた場合であってもコーティング材の割れが生じることはなく、また防水カバーを外す
ことにより付属部品に対するメンテナンスを容易に行うことができる。従って、ＬＥＤ基
板装置の長寿命化を図ることができる。また、基板の裏面にコーティング材を設ける必要
がないので、ＬＥＤ基板装置を容易に製造することができる。さらに、厚さの薄いコーテ
ィング材により基板の側面がコーティングされるので、複数のＬＥＤ基板装置を並べたと
きに、互いに隣り合う基板間の距離を小さくすることができる。従って、高解像度の表示
機器にも適用可能なＬＥＤ基板装置を製造することができる。
【００１１】
　また、この発明に係るＬＥＤ基板装置の製造方法では、基板の側面に沿って基板に離型
フィルムを巻いた後、基板の裏面の外周部と離型フィルムとの間の隙間を目止め材で塞ぎ
、基板の側面と離型フィルムとの間の隙間に流入可能な粘度を持つコーティング材を基板
の表面側から供給することにより、各ＬＥＤ素子の少なくとも一部と基板の表面及び側面
とをまとめてコーティングし、コーティング材が硬化した後に、離型フィルムを基板から
外すようにしているので、基板の表面側からコーティング材を供給するだけで、基板の裏
面を避けながら、各ＬＥＤ素子及び基板の表面だけでなく基板の側面にもコーティング材
で同時にコーティングすることができる。従って、基板の所定の箇所に容易にかつより確
実にコーティングを行うことができ、ＬＥＤ基板装置を容易に製造することができる。ま
た、基板の側面と離型フィルムとの間の隙間を小さく調整することができるので、基板の
側面をコーティングするコーティング材の厚さを容易に薄くすることができる。これによ
り、複数のＬＥＤ基板装置を並べたときに、互いに隣り合う基板間の距離を小さくするこ
とができ、高解像度の表示機器にも適用可能なＬＥＤ基板装置を容易に製造することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施の形態によるＬＥＤ基板装置を示す縦断面図である。
【図２】図１のII部を示す拡大図である。
【図３】図１の表示パネルを示す縦断面図である。
【図４】図３の付属部品を外した状態における図３のIV-IV線に沿った断面図である。
【図５】図４のプリント基板に離型フィルムを巻いて、プリント基板の裏面の外周部と離
型フィルムとの間の隙間を目止め材で目止めした状態を示す縦断面図である。
【図６】図５の第１ボスに補強板を固定して、プリント基板の表面にコーティング材を供
給した状態を示す縦断面図である。
【図７】図６の離型フィルムをプリント基板から外して、ルーバーをプリント基板に取り
付けた状態を示す要部断面図である。
【図８】この発明の実施の形態によるＬＥＤ基板装置の他の例を示す要部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　実施の形態
　図１は、この発明の実施の形態によるＬＥＤ基板装置を示す縦断面図である。また、図
２は、図１のII部を示す拡大図である。図において、ＬＥＤ基板装置１は、表示パネル２
と、表示パネル２をコーティングするコーティング材３と、表示パネル２の裏側から表示
パネル２に取り付けられた防水カバー４と、防水カバー４の外周部と表示パネル２との間
に介在するゴム製のパッキン（シール材）５と、表示パネル２の表側から表示パネル２に
取り付けられたルーバー６とを有している。
【００１４】
　表示パネル２は、表面（ＬＥＤ取付面）７ａ、裏面７ｂ及び側面（外周面）７ｃを持つ
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プリント基板７と、プリント基板７の表面７ａに設けられた複数のＬＥＤ素子８と、プリ
ント基板７の裏面７ｂに設けられた複数の付属部品９と、プリント基板７の裏面７ｂから
突出する複数の第１ボス（突出部材）１０と、プリント基板７の裏面７ｂから突出し、各
第１ボス１０の長さよりも短い複数の第２ボス（突出部材）１１とを有している。付属部
品９としては、例えば各ＬＥＤ素子８の発光を制御する制御部品や外部との接続のための
コネクタ部品等が挙げられる。また、プリント基板７の裏面７ｂの周縁部（外周部）には
、ＬＥＤ基板装置１の製造過程で残された後述する目止め材１９が設けられている。
【００１５】
　プリント基板７は、所定の配線パターンがプリントされた樹脂製の基板である。各ＬＥ
Ｄ素子８は、プリント基板７の表面７ａに互いに間隔を置いて並べられている。この実施
の形態では、各ＬＥＤ素子８間のピッチを１０ｍｍ以下にして少なくとも９個のＬＥＤ素
子８がプリント基板７の表面７ａに並べられている。各ＬＥＤ素子８のリード線（図示せ
ず）は、プリント基板７の配線パターンに電気的に接続されている。ＬＥＤ基板装置１に
よる表示は、付属部品９である制御部品により各ＬＥＤ素子８の発光が制御されることに
より行われる。
【００１６】
　各第１ボス１０及び各第２ボス１１のそれぞれは、プリント基板７の裏面７ｂに対して
垂直な方向へ裏面７ｂから突出している。また、各第１ボス１０及び各第２ボス１１のそ
れぞれを構成する材料は、熱伝達性能の高い材料（例えば金属等）とされている。さらに
、各第１ボス１０及び各第２ボス１１のそれぞれには、ねじ穴１２がボスの軸線と同軸に
設けられている。各第１ボス１０の長さは、各付属部品９のいずれの高さよりも長くされ
ている。
【００１７】
　各第２ボス１１は、図１の矢印Ａの方向に沿って表示パネル２を見たとき（即ち、表示
パネル２の裏側から表示パネル２を見たとき）に、各第１ボス１０を囲むようにプリント
基板７の裏面７ｂの外周部に互いに間隔を置いて配置されている（後述する図４参照）。
各第１ボス１０及び付属部品９は、図１の矢印Ａの方向に沿って表示パネル２を見たとき
に、各第２ボス１１が配置された領域よりも内側の領域に互いに間隔を置いて配置されて
いる。
【００１８】
　コーティング材３は、プリント基板７の裏面７ｂを避けて、各ＬＥＤ素子８の下部とプ
リント基板７の表面７ａ及び側面７ｃとをまとめてコーティングしている。従って、プリ
ント基板７の表面７ａ及び側面７ｃは、連続する同じ材質のコーティング材３によりコー
ティングされている。この例では、プリント基板７の側面７ｃをコーティングするコーテ
ィング材３の厚さが０．５ｍｍ以下にまで薄くされている。また、各ＬＥＤ素子８は、上
部を露出させた状態で下部のみがコーティング材３によりコーティングされている。これ
により、各ＬＥＤ素子８のリード線もコーティング材３によりコーティングされている。
各ＬＥＤ素子８、プリント基板７の表面７ａ及び側面７ｃのそれぞれの防水性能は、各Ｌ
ＥＤ素子８の下部とプリント基板７の表面７ａ及び側面７ｃとがコーティング材３でまと
めてコーティングされることにより確保されている。
【００１９】
　防水カバー４は、各第１ボス１０及び付属部品９を覆うカバー本体１３と、カバー本体
１３のプリント基板７側の周縁部から外方へ延びるフランジ部１４とを有している。防水
カバー４の材料としては、例えば金属やプラスチック等が用いられている。
【００２０】
　カバー本体１３は、プリント基板７の裏面７ｂとの間に空間を介して対向する底板部１
３ａと、底板部１３ａの外周部に立てて設けられ、プリント基板７の裏面７ｂと底板部１
３ａとの間の空間を囲む側板部１３ｂとを有している。なお、底板部１３ａの形状は、四
角形状とされている。
【００２１】
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　フランジ部１４は、カバー本体１３の開放部を囲むようにカバー本体１３の全周に設け
られている。従って、フランジ部１４は、防水カバー４の外周部となっている。フランジ
部１４の形状は、カバー本体１３の四角形の辺に沿った額縁状とされている。防水カバー
４は、底板部１３ａが各第１ボス１０に重ねられ、フランジ部１４が各第２ボス１１に重
ねられた状態で、プリント基板７の裏面７ｂを覆っている。
【００２２】
　各第１ボス１０のねじ穴１２には、底板部１３ａを第１ボス１０に固定する第１ねじ１
５が螺合されている。各第２ボス１１のねじ穴１２には、フランジ部１４を第２ボス１１
に固定する第２ねじ１５が螺合されている。防水カバー４は、第１ねじ１５により底板部
１３ａが各第１ボス１０に固定され、第２ねじ１６によりフランジ部１４が各第２ボス１
１に固定されることにより、プリント基板７の裏面７ｂを覆った状態でプリント基板７に
対して取り付けられている。また、防水カバー４は、第１及び第２ボス１０，１１に対す
る第１及び第２ねじ１５，１６の着脱により、プリント基板７に対して着脱可能になって
いる。
【００２３】
　パッキン５は、プリント基板７の裏面７ｂとフランジ部１４との間に各第２ボス１１を
避けて介在している。また、パッキン５は、各第２ねじ１６で締め付けられるフランジ部
１４によりプリント基板７の裏面７ｂに押し付けられている。これにより、パッキン５は
、プリント基板７の裏面７ｂとフランジ部１４との間をシールしている。プリント基板７
の裏面７ｂの防水性能は、プリント基板７の裏面７ｂが防水カバー４で覆われた状態でプ
リント基板７の裏面７ｂとフランジ部１４との間がパッキン５でシールされることにより
確保されている。
【００２４】
　ルーバー（ブラックマトリックス）６は、遮光カバーとしてプリント基板７の表面７ａ
及び各ＬＥＤ素子８をまとめて覆っている。また、ルーバー６は、図２に示すように、コ
ーティング材３の露出面に接着剤１７を介して接着され、プリント基板７に対して取り付
けられている。
【００２５】
　ＬＥＤ基板装置１は、互いに敷き詰めて複数並べられることにより１つの表示機器を構
成する。複数のＬＥＤ基板装置１を有する表示機器では、互いに隣り合うプリント基板７
の側面７ｃを対向させながら複数のＬＥＤ基板装置１がアレイ状に並べられている。また
、各ＬＥＤ基板装置１が防水性能を持つ防水型のＬＥＤ基板装置であることから、複数の
ＬＥＤ基板装置１を有する表示機器は、防水性能を持つ屋外用防水型の表示機器とされる
。
【００２６】
　次に、ＬＥＤ基板装置１の製造方法について、図３～図７を用いて説明する。図３は、
図１の表示パネル２を示す縦断面図である。また、図４は、図３の付属部品９を外した状
態における図３のIV-IV線に沿った断面図である。まず、所定のプリント基板７を用意し
、プリント基板７の裏面７ｂの所定の位置に複数の第１ボス１０及び複数の第２ボス１１
を固定する。
【００２７】
　ここでは、四角形のプリント基板７を用意する。また、各第２ボス１１は、プリント基
板７の裏面７ｂの外周部にプリント基板７の各辺に沿って等間隔に配置する。さらに、各
第１ボス１０は、各第２ボス１１で囲まれる領域の内側でプリント基板７の対角線に沿っ
て等間隔に配置する。
【００２８】
　この後、プリント基板７の表面７ａに複数のＬＥＤ素子８を互いに間隔を置いて取り付
けるとともに、プリント基板７の裏面７ｂの所定の位置に複数の付属部品９を取り付ける
。このようにして、図３及び図４に示す表示パネル２を作製する（表示パネル作製工程）
。
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【００２９】
　表示パネル作製工程の後、図５に示すように、プリント基板７の側面７ｃに沿ってプリ
ント基板７に帯状の離型フィルム１８を巻き、離型フィルム１８の端部を粘着テープで固
定する。離型フィルム１８の厚さは、１０μｍ（０．０１ｍｍ）以上で０．３ｍｍ以下の
厚さであることが望ましい。離型フィルム１８の厚さが薄すぎると、プリント基板７の角
部で離型フィルム１８が破れるおそれがあり、離型フィルム１８の厚さが厚すぎると、プ
リント基板７の角部に沿って離型フィルム１８を巻くことが困難になる。離型フィルムの
材料としては、例えば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ペルフルオロアルコ
キシフッ素樹脂（ＰＦＡ）、エチレン・四フッ化エチレン共重合体（ＥＴＦＥ）又はポリ
フッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）等のフッ素系樹脂や、ポリエチレン（ＰＥ）又はポリプロ
ピレン（ＰＰ）等のポリオレフィン系樹脂等が挙げられる（フィルム巻き工程）。
【００３０】
　フィルム巻き工程の後、プリント基板７の表面７ａが下を向くように表示パネル２をひ
っくり返し、図５に示すように、プリント基板７の裏面７ｂ側から、プリント基板７の裏
面７ｂの外周部と離型フィルム１８との間の隙間をプリント基板７の全周にわたって室温
硬化型の目止め材１９で塞いで目止めする。目止め材１９としては、プリント基板７の側
面７ｃと離型フィルム１８との間の隙間に流れ込まずにプリント基板７の裏面７ｂと離型
フィルム１８との間に保持される所定の粘度を持つ接着剤（例えば、室温硬化型シリコー
ンＲＴＶ接着剤）が用いられる。目止め材１９の粘度としては、１００Ｐａ・ｓ～１００
０Ｐａ・ｓの範囲内の粘度であることが好ましい（目止め工程）。
【００３１】
　目止め工程の後に目止め材１９が硬化してから、図６に示すように、ステンレス製の補
強板（補強部材）２０を各第１ボス１０の端部間に渡して各第１ボス１０のそれぞれに補
強板２０を第１ねじ１５で固定する。これにより、プリント基板７が補強され、プリント
基板７の反りが防止される（補強工程）。
【００３２】
　補強工程の後、プリント基板７の表面７ａが上を向くように表示パネル２を再びひっく
り返し、図６に示すように、プリント基板７の表面７ａ側からプリント基板７に室温硬化
型のコーティング材３を供給（注入）する。液状であるときのコーティング材３の粘度は
、目止め材１９の粘度よりも低くなっている。このとき、プリント基板７の表面７ａに注
入されたコーティング材３は、プリント基板７の表面７ａを覆いながら各ＬＥＤ素子８の
下部及びリード線を包み込むとともに、プリント基板７の側面７ｃと離型フィルム１８と
の間の隙間にも流れ込む。これにより、各ＬＥＤ素子８の下部とプリント基板７の表面７
ａ及び側面７ｃとがコーティング材３によりまとめてコーティングされる。
【００３３】
　コーティング材３は、各ＬＥＤ素子８の発光及び視野角を妨げないようにプリント基板
７にコーティングする。ここでは、各ＬＥＤ素子８の上部を露出させた状態で各ＬＥＤ素
子８の下部のみをコーティング材３によりコーティングする。ただし、各ＬＥＤ素子８の
防水性能を確保するために、少なくとも各ＬＥＤ素子８のリード線をコーティング材３で
コーティングしておく必要がある。
【００３４】
　なお、コーティング材３が透明でＬＥＤ素子８の全体をコーティングしてもＬＥＤ素子
８の発光及び視野角を妨げる影響が低い場合には、各ＬＥＤ素子８の全体をコーティング
材３によりコーティングしてもよい。コーティング材３としては、プリント基板７の反り
の防止や各ＬＥＤ素子８に与える応力の低減の観点から、例えばシリコーン系やウレタン
系の樹脂やゴムが好ましい（コーティング工程）。
【００３５】
　コーティング材３は、時間の経過により硬化される。コーティング材３は硬化されなが
ら縮もうとするが、プリント基板７が補強板２０により補強されているので、コーティン
グ材３の収縮力によるプリント基板７の反りの発生は抑制される。従って、補強板２０に
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よるプリント基板７の補強（補強工程）は、コーティング材３が硬化する前に行っておく
。
【００３６】
　コーティング工程の後にコーティング材３が硬化した後、離型フィルム１８をプリント
基板７の周囲から外す。離型フィルム１８は、目止め材１９及びコーティング材３のそれ
ぞれに対して剥がれやすい材質で構成されているので、目止め材１９及びコーティング材
３が離型フィルム１８に密着していてもプリント基板７の周囲から離型フィルム１８を容
易に剥がすことができる（除去工程）。
【００３７】
　除去工程後、図７に示すように、プリント基板７の表面７ａ及び各ＬＥＤ素子８をまと
めて覆うルーバー６をプリント基板７に対して取り付ける。プリント基板７に対するルー
バー６の取り付けは、コーティング材３の露出面に接着剤１７を介して接着することによ
り行う（ルーバー取付工程）。
【００３８】
　ルーバー取付工程後、接着剤１７が硬化し、ルーバー６がプリント基板７に対して固定
された後、補強板２０を各第１ボス１０から外す。
【００３９】
　この後、図１に示すように、フランジ部１４とプリント基板７の裏面７ｂとの間にパッ
キン５を介在させた状態でプリント基板７の裏面７ｂに対して防水カバー４を取り付ける
。このとき、カバー本体１３の底板部１３ａを各第１ボス１０に第１ねじ１５で固定し、
フランジ部１４を各第２ボス１１に第２ねじ１６で固定する。これにより、プリント基板
７の裏面７ｂの防水性能が確保される（カバー取付工程）。このようにして、ＬＥＤ基板
装置１を製造する。
【００４０】
　このようなＬＥＤ基板装置１では、プリント基板７の裏面７ｂを避けて、各ＬＥＤ素子
８の下部、プリント基板７の表面７ａ及び側面７ｃがコーティング材３によりまとめてコ
ーティングされ、プリント基板７の裏面７ｂを覆う防水カバー４がプリント基板７に対し
て着脱可能になっており、防水カバー４のフランジ部１４とプリント基板７の裏面７ｂと
の間がパッキン５によりシールされているので、プリント基板７の裏面に設けられた付属
部品９が動いた場合であってもコーティング材３の割れが生じることはなく、また防水カ
バー４を外すことにより付属部品９に対するメンテナンスを容易に行うことができる。従
って、ＬＥＤ基板装置１の長寿命化を図ることができる。また、プリント基板７の裏面７
ｂにコーティング材３を設ける必要がないので、ＬＥＤ基板装置１を容易に製造すること
ができる。さらに、厚さの薄いコーティング材３によりプリント基板７の側面７ｃがコー
ティングされるので、複数のＬＥＤ基板装置１を並べたときに、互いに隣り合うプリント
基板７間の距離を小さくすることができる。従って、高解像度の表示機器にも適用可能な
ＬＥＤ基板装置１を製造することができる。
【００４１】
　また、防水カバー４は、プリント基板７の裏面７ｂから突出する第１ボス１０及び第２
ボス１１に取り付けられた状態で、プリント基板７に対して保持されているので、防水カ
バー４をプリント基板７に取り付けるための貫通穴をプリント基板７に設ける必要がなく
なる。また、複数のＬＥＤ基板装置１を共通の取付部材に固定して並べるときにも、防水
カバー４を取付部材に固定することができるので、プリント基板７に貫通穴を設ける必要
がなくなる。これにより、プリント基板７の表面７ａにおける各ＬＥＤ素子８の配置スペ
ースの縮小化を防止することができる。また、第１ボス１０及び第２ボス１１を熱伝導性
の高い材料により構成することで、プリント基板７の放熱性能の向上を図ることができる
。
【００４２】
　また、このようなＬＥＤ基盤装置１の製造方法では、プリント基板７の側面７ｃに沿っ
てプリント基板７に離型フィルム１８を巻いた後、プリント基板７の裏面７ｂの外周部と
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離型フィルム１８との間の隙間を目止め材１９で塞ぎ、プリント基板７の側面７ｃと離型
フィルム１８との間の隙間に流入可能な粘度を持つコーティング材３をプリント基板７の
表面７ａ側から供給することにより、各ＬＥＤ素子８の下部とプリント基板７の表面７ａ
及び側面７ｃとをまとめてコーティングし、コーティング材３が硬化した後に、離型フィ
ルム１８をプリント基板７から外すようにしているので、プリント基板７の表面７ａ側か
らコーティング材３を注入するだけで、プリント基板７の裏面７ｂを避けながら、各ＬＥ
Ｄ素子８の下部及びプリント基板７の表面７ａだけでなくプリント基板７の側面７ｃにも
コーティング材３で同時にコーティングすることができる。従って、プリント基板７の所
定の箇所に容易にかつより確実にコーティングを行うことができ、ＬＥＤ基板装置１を容
易に製造することができる。また、プリント基板７の側面７ｃと離型フィルム１８との間
の隙間を小さく調整することができるので、プリント基板７の側面７ｃをコーティングす
るコーティング材３の厚さを容易に薄くすることができる。これにより、複数のＬＥＤ基
板装置１を並べたときに、互いに隣り合うプリント基板７間の距離を小さくすることがで
き、高解像度の表示機器にも適用可能なＬＥＤ基板装置１を製造することができる。
【００４３】
　また、ＬＥＤ基板装置１の製造方法において、コーティング材３が硬化する前に、補強
板２０を各第１ボス１０に固定してプリント基板７を補強するようにしているので、コー
ティング材３が硬化するときのプリント基板７の反りの発生を抑制することができる。
【００４４】
　また、ＬＥＤ基板装置１の製造方法において、各ＬＥＤ素子８の下部とプリント基板７
の表面７ａ及び側面７ｃとをコーティング材３でコーティングした後、各ＬＥＤ素子８及
びプリント基板７の表面７ａをまとめて覆うルーバー６をプリント基板７に対して取り付
けるようにしているので、ルーバー付のＬＥＤ基板装置１を製造することができる。
【００４５】
　なお、上記の例では、各ＬＥＤ素子８の下部とプリント基板７の表面７ａ及び側面７ｃ
とをまとめてコーティングするコーティング材３を構成する材料がすべて同じとされてい
るが、各ＬＥＤ素子８のリード線の構造や材質によってはリード線とコーティング材３と
の接着信頼性が十分確保できない場合がある。このような場合には、コーティング材３を
構成する材料を、各ＬＥＤ素子８のリード線をコーティングする材料と、プリント基板７
の表面７ａ及び側面７ｃをコーティングする材料とで互いに異なるようにしてもよい。即
ち、コーティング材３は、図８に示すように、各ＬＥＤ素子８のリード線をコーティング
する第１のコーティング材３ａと、第１のコーティング材３ａに密着し、第１のコーティ
ング材３ａと異なる第２のコーティング材３ｂとを有していてもよい。
【００４６】
　この場合、第１のコーティング材３ａを構成する材料は、第２のコーティング材３ｂよ
りも低い粘度を持つ材料や、第２のコーティング材３ｂよりも低い弾性率を持つ材料とさ
れる。第１のコーティング材３ａの粘度を低くすると、ＬＥＤ素子８のリード線を包むよ
うに第１のコーティング材３ａを流れ込みやすくすることができ、ＬＥＤ素子８のリード
線の防水性能をより確実に確保することができる。また、第１のコーティング材３ａの弾
性率を低くすると、ＬＥＤ素子８のリード線に対する応力を緩和しながらＬＥＤ素子８の
リード線の防水性能をより確実に確保することができる。第１のコーティング材３ａを構
成する材料としては、例えばポリオレフィン系樹脂等が挙げられる。第２のコーティング
材３ｂを構成する材料としては、例えばフッ素系樹脂やシリコーン系樹脂等が挙げられる
。
【００４７】
　また、上記の例では、コーティング工程の後にコーティング材３が硬化してから、コー
ティング材３の露出面にルーバー６を接着剤１７で接着することにより、ルーバー６をプ
リント基板７に対して取り付けるようになっているが、コーティング工程後、コーティン
グ材３が硬化する前に、ルーバー６の一部をコーティング材３に沈め、ルーバー６を沈め
た状態でコーティング材３を硬化させることにより、ルーバー６をプリント基板７に対し
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て取り付けるようにしてもよい。この場合、ルーバー６をコーティング材３に沈める前に
複数の脚をルーバー６の裏面にあらかじめ取り付けておく。各脚の高さは、ルーバー６が
各ＬＥＤ素子８を覆う所定の位置になるようにあらかじめ設定しておく。このようにして
も、プリント基板７に対してルーバー６を容易に取り付けることができる。
【００４８】
　また、上記の例では、目止め工程の後で、コーティング工程の前に、補強板２０を各第
１ボス１０に固定する補強工程が行われるようになっているが、補強工程を行うときは、
コーティング材３が硬化する前であればいつでもよく、例えばフィルム巻き工程の後、目
止め工程の前に補強工程を行ってもよい。
【００４９】
　実施例１．
　実施例１では、縦寸法Ｌ１及び横寸法Ｌ２がそれぞれ３２０ｍｍで、厚さが２ｍｍのガ
ラスエポキシ四層基板をプリント基板７（図４）とした。また、プリント基板７の縦辺に
沿った方向への各第２ボス１１間のピッチＰ１と、プリント基板７の横辺に沿った方向へ
の各第２ボス１１間のピッチＰ２とを、それぞれ７５ｍｍとした。さらに、プリント基板
７の横辺に沿って並ぶ各第２ボス１１とプリント基板７の横辺との間の距離Ｄ１と、プリ
ント基板７の縦辺に沿って並ぶ各第２ボス１１とプリント基板７の縦辺との間の距離Ｄ２
とを、それぞれ１０ｍｍとした。
【００５０】
　また、ＬＥＤ素子８としては、縦横３．１ｍｍ角で、高さ２ｍｍの表面実装型３－ｉｎ
－１ＬＥＤを用いた。各ＬＥＤ素子８のリード線は、ＬＥＤ素子８の底面に対して１ｍｍ
の高さから外部に露出し、ＬＥＤ素子８の外面に沿って折り曲げられ、ＬＥＤ素子８の下
部に長さ０．５ｍｍ分だけ折り曲げられている。
【００５１】
　プリント基板７の表面７ａには、ＬＥＤ素子８を等間隔に縦横４８列（２３０４個）だ
け実装した。この結果、各ＬＥＤ素子８間距離が約６．７ｍｍとなり、最外位置のＬＥＤ
素子８とプリント基板７の周縁との距離が１ｍｍとなった。また、プリント基板７の裏面
に制御部品等の付属部品９を取り付けた。このようにして、表示パネル２を作製した（図
３及び図４）。
【００５２】
　この後、幅１０ｍｍ、長さ１３５０ｍｍ、厚さ５０μｍのアフレックスフィルム（旭化
成工業製）を離型フィルム１８として用い、離型フィルム１８がプリント基板７の表面７
ａから１．７ｍｍだけはみ出るようにして、プリント基板７の側面７ｃに沿って離型フィ
ルム１８をプリント基板７に巻き付けた（図５）。このとき、プリント基板７の裏面７ｂ
からも、離型フィルム１８がはみ出ている。離型フィルム１８の端部は、セロハンテープ
で止めた。
【００５３】
　この後、プリント基板７の裏面７ｂを上向きにし、プリント基板７の裏面７ｂと離型フ
ィルム１８との間の隙間に、プリント基板７の全周にわたって隅肉塗布の要領で目止め材
１９を塗布した。目止め材１９としては、シリコーン接着剤ＴＳＥ－３９７（モメンティ
ブパフォーマンスマテリアル社製）を用いた。このとき、目止め材１９の粘度が高いため
、目止め材１９は、プリント基板７の側面７ｃと離型フィルム１８との間の隙間に流れ込
まずに、プリント基板７の裏面７ｂと離型フィルム１８との間に保持された（図５）。
【００５４】
　目止め材１９を塗布してから約３０分経過後に、目止め材１９の表面が硬化して動かな
くなるので、プリント基板７を補強するために、縦横１８０ｍｍ、厚さ３ｍｍのステンレ
ス板を補強板２０として各第１ボス１０に第１ねじ１５で固定した（図６）。
【００５５】
　この後、プリント基板７の表面７ａを上向きにして、各ＬＥＤ素子８の上部にコーティ
ング材３がかからないようにしながら、ディスペンサによりコーティング材３を各ＬＥＤ
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素子８間に注入した。コーティング材３としては、ＳＥ９１６７ＬＢＫ（東レ・ダウコー
ニング社製）を用いた。このとき、コーティング材３は、粘度が低いため、プリント基板
７の表面７ａを広がりながら各ＬＥＤ素子８のリード線を包み込むとともに、プリント基
板７の表面７ａから側面７ｃにも流れ込んだ。また、このとき、コーティング材３が各Ｌ
ＥＤ素子８の外面に沿って這い上がるため、コーティング材３の膜厚が各ＬＥＤ素子８の
周囲で厚く、各ＬＥＤ素子８間の中間位置で最も薄くなった。コーティング材３の膜厚は
、各ＬＥＤ素子８の周囲で１．８ｍｍ、各ＬＥＤ素子８間の中間位置で１．５ｍｍであっ
た（図６）。
【００５６】
　この後、気温２７℃、湿度６５％の室内に約４日間放置してコーティング材３を硬化さ
せた後、離型フィルム１８をプリント基板７から剥がした。プリント基板７の側面７ｃに
形成されたコーティング材３の膜厚は約０．１ｍｍであった。
【００５７】
　この後、ルーバー６の裏面にシリコーン接着剤ＴＳＥ－３９７を接着剤１７として塗布
し、ルーバー６の裏面とコーティング材３の露出面とを貼り合わせた（図７）。この後、
ルーバー６に約１ｋｇの加重を均等にかけ、そのまま１週間放置した。
【００５８】
　この後、補強板２０を各第１ボス１０から外し、プリント基板７の裏面７ｂとフランジ
部１４との間にパッキン５を介在させた状態で、防水カバー４を各第１ボス１０及び各第
２ボス１１に第１ねじ１５及び第２ねじ１６で固定した（図１）。このようにして、ＬＥ
Ｄ基板装置１を製造した。
【００５９】
　実施例２．
　実施例２では、コーティング材３が、各ＬＥＤ素子８のリード線をコーティングする第
１のコーティング材３ａと、第１のコーティング材３ａに密着し、第１のコーティング材
３ａと異なる第２のコーティング材３ｂとにより構成されている（図８）。第１のコーテ
ィング材３ａとしては、Humiseal 1B51NSを用い、第２のコーティング材３ｂとしては、
ＳＥ９１６７ＬＢＫを用いた。他の構成は実施例１と同様である。
【００６０】
　次に、実施例２でのＬＥＤ基板装置１の製造方法について説明する。まず、実施例１と
同様にして、離型フィルム１８をプリント基板７に巻いた後、プリント基板７の裏面７ｂ
と離型フィルム１８との間に目止め材１９を塗布し、補強板２０を各第１ボス１０に固定
した。離型フィルム１８、目止め材１９及び補強板２０は、実施例１と同様のものを用い
た。
【００６１】
　この後、ディスペンサを用いて、第１のコーティング材３ａであるHumiseal 1B51NS（
原液）を、各ＬＥＤ素子８の上部にかからないように、各ＬＥＤ素子８の両側のリード線
にディスペンサでライン塗布した。この後、室温で１日放置することにより溶剤が揮発し
、ＬＥＤ素子８のリード線にHumiseal 1B51NS膜が第１のコーティング材３ａの膜として
形成された。
【００６２】
　この後、第１のコーティング材３ａの膜が埋まるように、第２のコーティング材３ｂで
あるＳＥ９１６７ＬＢＫを各ＬＥＤ素子８間に注入した。第２のコーティング材３ｂの注
入方法は、実施例１と同様である。この結果、第２のコーティング材３ｂの膜厚は、実施
例１のコーティング材３の膜厚と同様、各ＬＥＤ素子８の周囲で１．８ｍｍ、各ＬＥＤ素
子８間の中間位置で１．５ｍｍであった。
【００６３】
　この後、実施例１と同様に、気温２７℃、湿度６５％の室内に約４日間放置して第２の
コーティング材を硬化させた後、離型フィルム１８をプリント基板７から剥がした。プリ
ント基板７の側面７ｃに形成された第２のコーティング材３ａの膜厚は約０．１ｍｍであ
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【００６４】
　実施例３．
　実施例３では、コーティング材３及び目止め材１９のそれぞれの種類が実施例１と異な
っている。即ち、実施例３では、２液型ウレタンコーティング材ＳＵ－３３００（サンユ
レック（株）製）をコーティング材３として用い、ウレタン接着剤ＵＭ－７５０（セメダ
イン社製）を目止め材１９として用いた。他の構成は実施例１と同様である。
【００６５】
　次に、実施例３でのＬＥＤ基板装置１の製造方法について説明する。まず、離型フィル
ム１８を実施例１と同様にしてプリント基板７に巻いた。離型フィルム１８は、実施例１
と同様のものを用いた。
【００６６】
　この後、プリント基板７の裏面７ｂを上向きにし、プリント基板７の裏面７ｂと離型フ
ィルム１８との間の隙間に、プリント基板７の全周にわたって隅肉塗布の要領で目止め材
１９であるウレタン接着剤ＵＭ－７５０を塗布した。このとき、目止め材１９の粘度が高
いため、目止め材１９は、プリント基板７の側面７ｃと離型フィルム１８との間の隙間に
流れ込まずに、プリント基板７の裏面７ｂと離型フィルム１８との間に保持された。目止
め材１９を塗布してから５時間経過後には、目止め材１９が硬化して動かなくなった。
【００６７】
　この後、プリント基板７を補強するために、実施例１と同様の補強板２０を各第１ボス
１０に第１ねじ１５で固定した。
【００６８】
　この後、プリント基板７の表面７ａを上向きにして、各ＬＥＤ素子８の上部にコーティ
ング材３がかからないようにしながら、コーティング材３である２液型ウレタンコーティ
ング材ＳＵ－３３００を２液混合ディスペンサにより各ＬＥＤ素子８間に注入した。この
とき、コーティング材３の膜厚は、各ＬＥＤ素子８の周囲で１．７ｍｍ、各ＬＥＤ素子８
間の中間位置で１．５ｍｍであった。
【００６９】
　この後、気温２７℃の室内に約２日間放置してコーティング材３を硬化させた後、離型
フィルム１８をプリント基板７から剥がした。プリント基板７の側面７ｃに形成されたコ
ーティング材３の膜厚は約０．１ｍｍであった。この後、実施例１と同様にしてＬＥＤ基
板装置１を製造した。
【００７０】
　このように、実施例１～３により製造されたＬＥＤ基板装置１では、プリント基板７の
側面７ｃに形成されたコーティング材の膜厚が極めて薄くなっていることが確認された。
従って、複数のＬＥＤ基板装置１を並べた場合、各プリント基板７間の距離を小さくする
ことができることが確認された。これにより、複数のＬＥＤ基板装置１をアレイ状に並べ
て構成される高精細（高解像度）防水型の表示機器が容易に製造されることが確認された
。
【符号の説明】
【００７１】
　１　ＬＥＤ基板装置、２　表示パネル、３　コーティング材、４　防水カバー、５　パ
ッキン（シール材）、６　ルーバー、７　プリント基板（基板）、８　ＬＥＤ素子、１０
　第１ボス（突出部材）、１１　第２ボス（突出部材）、１７　接着剤、１８　離型フィ
ルム、１９　目止め材、２０　補強板（補強部材）。
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